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█ 报告简介
产业现状

2013年，中国芯片进口的规模达到2322亿美金，超过了石油。国内九成芯片是进口而来，严重依赖国外。国内芯片产业从产业规模、技术水平、市场份额等方面都与英特尔、三星、高通等国际领军企业有较大差距，即便与台资企业也有不小差距，2012年内地排名第一的海思半导体销售额也仅为台湾联发科的三分之一。国内大量依赖进口集成电路很大一部分原因是中国企业在高端的IC设计上的滞后。由于我国芯片产业起步较晚，技术的劣势比较明显，生产的芯片比较粗糙，质量无法保证。这导致国内芯片产业长期居于下游，而且所占份额不高。台湾的联发科技是一家全球IC设计领导厂商，它一年的利润相当于国内几百家同业企业年利润的总和。

发展困境

国内多数从事高端研发的芯片IC设计公司在开发高端产品时，基本不做市场调研。而最普遍做法是先有产品，而后去找市场。这种违反市场规律做法的出现，源头在于许多IC设计公司的取巧心理。当IC设计公司开发高端产品时，公司一般先将自己的产品定位于“中国芯片”，并大肆炒做自己填补国内某种空白，之后便以此为筹码向政府寻求从资金到采购各方面的扶持。这也反映出了国内高端芯片设计领域存在的困境：由于技术实力不强，生产的芯片没有市场，只能向政府寻求支持。但是这种依赖政府支持的心态又反过来影响了企业的正常投入，导致企业陷入发展的恶性循环之中，无法自拔。

市场规模

国家对信息安全建设进一步重视、移动互联网市场进一步发展是推动集成电路行业规模增长主因。2013年Q3芯片设计环节占全行业比重达31.7%。芯片设计领域的快速增长将有望为产业链下游制造、封测等环节企业带来更多机会，并同时降低下游产业对设计领域高依存度带来的产业链风险。目前，包括展讯(Nasdaq:SPRD)的TD、GSM基带芯片，锐迪科(Nasdaq:RDA)手机基带芯片均有出货。

本研究咨询报告由三胜咨询领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国半导体行业协会集成电路设计分会、中国产业信息研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国芯片设计行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国芯片设计行业发展状况和特点，以及中国芯片设计行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球芯片设计行业发展态势作了详细分析，并对芯片设计行业进行了趋向研判，是芯片设计生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前芯片设计行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个芯片设计行业的市场走向和发展趋势。

本报告专业！权威！报告根据芯片设计行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国芯片设计行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国芯片设计行业将面临的机遇与挑战，对芯片设计行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是芯片设计企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！
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第九节 扬州华夏光电有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

三、企业产品结构分析

四、企业技术水平分析

五、企业盈利能力分析

六、企业销售渠道与网络

七、企业优势与劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第十节 深圳方大国科光电有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

三、企业产品结构分析

四、企业技术水平分析

五、企业盈利能力分析

六、企业销售渠道与网络

七、企业优势与劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第四部分 发展前景展望

第十章 2016-2020年中国芯片设计行业发展前景展望与预测

第一节 发展环境展望

一、宏观经济形势展望

二、政策走势及其影响

三、国际行业走势展望

第二节 相关行业发展展望

一、IC制造业展望

二、IC封装测试业展望

三、IC材料和设备行业展望

四、上游原材料发展展望

五、下游消费行业发展展望

第三节 行业发展趋势展望

一、技术发展趋势展望

1、产品设计由ASIC向SOC转变

2、设计方法由反向向正向转变

二、产品发展趋势展望

三、行业竞争格局展望

第四节 芯片设计市场发展预测

一、中国芯片设计市场规模预测

二、细分市场规模预测

三、产业结构预测

1、应用结构

2、产品结构

四、销售模式

第十一章 2016-2020年芯片设计行业投资机会与风险防范

第一节 中国芯片设计行业投资特性分析

一、芯片设计行业进入壁垒分析

二、芯片设计行业盈利模式分析

三、芯片设计行业盈利因素分析

第二节 中国芯片设计行业投资情况分析 

一、芯片设计行业总体投资及结构

二、芯片设计行业投资规模情况

三、芯片设计行业投资项目分析 

第三节 中国芯片设计行业投资风险

一、芯片设计行业政策风险

二、芯片设计行业供求风险

三、芯片设计行业关联产业风险

四、芯片设计行业技术风险

第四节 芯片设计行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、芯片设计行业投资机遇

第五部分 发展战略研究

第十二章 芯片设计行业发展战略研究

第一节 芯片设计行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 芯片设计行业经营策略分析

一、芯片设计市场细分策略

二、芯片设计市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、芯片设计新产品差异化战略

第三节 芯片设计行业投资战略研究

一、2016年芯片设计行业投资战略

二、2016-2020年芯片设计行业投资战略

三、2016-2020年细分行业投资战略
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